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1. Condiciones generales

Durante la fase de encapsulado, es necesario el desarrollo de una tecnologia que permita
conectar eléctricamente un componente a una pista de un substrato o una pista de un
substrato a una pista de salida de un encapsulado completo. Para hacer esto se utiliza un
equipo que puede saldar el hilo de oro o de aluminio con tecnologia llamada “wedge-ball

ultrasonic bonding”.
Por tanto, se solicita la adquisicion de un equipo para soldadura a hilo de oro o aluminio.

2.- Especificaciones técnicas

Las caracteristicas y requisitos técnicos minimos del equipo son los siguientes:

Soldadura tipo Wedge si

Soldadura tipo “Ball” y “Bump” si

Cabeza acceso profundo (Deep Access _ 12 mm— 90°
Head) si

Testa de Bond Z Motorizada si

Movimiento Y motorizado para
controlo “Step-Back”

Tenedor de hilo 2” motorizado si
| Largura de brazo de bond 165 min
Controlo Electrénico de la dimensiones
del ball si
Posibilidad de programar Loop si
Numero de programas da guardar 99 N°© minimo
Tiempo de bond 15-2000 msec
Fuerza de bond 15-150 ar
Didmetro hilo oro 17-50 micras
Diametro hilo aluminio 17-76 micras

o




Ribbon de oro si Hasta 25x200 micras

Potencia de ultrasonidos 0-2 w | bajasalida/0-2 alia
salida, con selector

Bonding en modalidad semi-auto si

Bonding en modalidad Step si

Bonding en modalidad Manual si

Confrolo de Temperatura +/-1 °C Hasta 250°C
Con vacio, clamp

Mesa de trabajo 100x100 mm mecdnica y altura
regulable

.| Sistema de luz para centrar la zona de o e

bonding

Sistema de operacién “TFT Touch "

panel”

Tluminader con fibra optica

si

Sistema “Built-In Dual
Fiber Optic”

Microscopio

Marcado CE

20,

Tension: 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A max

No se admiten equipos utsados, se admiten equipos de demostracién

Dimensiones: 680x640x490 mm

Opciones a incluir necesariamente

a Transporte, instalacién y puesta en marcha (*)

0 Garantfa minima de un afio

Opciones a valorar positivamente

@ Extensién de garantfa.

0 Valoracion de los costes de operacion y mantenimiento (incluyendo consumibles y

repuestos)

(*) El envio, la instalacién y puesta en marcha del equipo correrdn a cargo del

suministrador del equipo.
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